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Abstract (en)
Process for removing a layer region (7) of a component (1) comprises treating the component in a salt bath (13), and treating once with a first acid or
acid mixture.

Abstract (de)
Verfahren zum Entfernen eines Schichtbereichs eines Bauteils, insbesondere eines Turbinenbauteils. Verfahren zum Entfernen eines
Schichtbereichs eines Bauteils nach dem Stand der Technik (Stripping) fihren zu schlechten Ergebnissen, da ein Abtrag beispielsweise
ungleichmaBig erfolgt. AuBerdem sind die bekannten Verfahren zeitintensiv. Ein erfindungsgeméaBes Verfahren zum Entfernen eines Schichtbereichs
eines Bauteils beinhaltet, dass die zu entfernenden Schichtbereiche zuerst mit einem Salzbad und dann mit Saure behandelt werden. <IMAGE>
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